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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-10 (1968)
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxi¢me partie : Essais - Essai J : Moisissures

Israél

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la C E T en ce qui concetne les questions technig ¢4 d’Etudes
oli sont représentés tous les Comités nationaux s’intéiessant a ces questions, ex e possible
un accord international sur les sujets examinés
) Ces décisions constituent des 1ecommandations internationales ct sont4 ationaux
q) Dans le but d encomager cette unification intetnationale, la onaux ne
possédant pas encote de 1&gles nationales, lorsqu ils prépatent fes icg ces régles
les recommandations de la C E T dans la mesuie ot les cond
4) On reconnait qu’il est désitable que ’accord, les regles
nationales de normalisation avec ces 1ecdmmanda ttent Les
Comités nationaux s’engagent a uset de lev
La piésente publidation Comijé d’Etudes N° 50 de la CE1: Essais climdtiques et
mécaniques
Un piemi€ laquelle
in nouveau p10je¢ Mois en
hovembre 196 ationaux
suivant la P1océ
Les pa nt:
Japon
Norvege
Pays-Bas
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemai k Suéde
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Finlande Tchécoslovaquie
France Turquie
Hongrie Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-10 (1968)

Basic environmental testing procedures

Part 2 : Tests - Test J : Mould growth

1) The fqg
Natio,
consef

2) They |
sense

3) In oid
yet no
rules i

4) Thed

nationpl standardization 1ules with these recommefidations

Comuy

This Hublication has been $echnical Committee No 50, Enviionmental Testing]
A firsy diaft was st n London in 1966, as a iesult of which a new
diaft was submitted to Nati 3 Q appiroval under the Six Months’ Rule in Novembet 1967
Proposed amendments Dritle agtonal Committees for approval under the Two Months

Proceduge in Decemb

The fqllowing ie (e pliciply in favour of publication of this Supplement:

FOREWORD

i mal decisions o1 agteements of the I E C on technical matters, prepaied by Technica
nal Committees having a special intetest therein are represented, expiess, as nearly \g
sus of opinion on the subjects dealt with

ave the form of recommendations for international use and they aic accepte

1 so far as national conditions will permit

sitability is 1ecognized of extending inteinatiopal agieemgf #h an endeavour to harmoniz

itjons will permit The National

Nethetlands
Noiway
Romania
South Afiica
Czechoslovakia Sweden
Denmaik Switzerland
Finland Tuikey
France Union of Soviet Socialist Republics
Hunga1y United Kingdom
Israel United States of America

Japan
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PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-10 (1968)
Essais fondamentaux climatiques et de 10bustesse mécanique

Deuxiéme partie : Essais - Essai J: Moisissures

ANNEXE A

GUIDE

Mécanismes de contamination

Les champignons se développent dans le sol et sur la plypart des maté 3 h 3 leus
intéricur Ils se propagent par des spotes qui se détachent du Clivtm | onvgt y ber ment
pout donner un nouveau mycélium

Ces spotes sont tiés petites et sont facilemer t Elles

P conta-

ent Etie

5 petites
hcaliens
propa-

Kiere ou
umidité

pissance
era plus
dne” humidité relative tiés faible; méme loisque le mycélium est mort, elles peuvent gg¢rmer et
redonner un nouveau mycélium dés que 'humidité est 1edevenue favorable

Fn plus d’une humidite ¢levee de atmosplieic, 165 spores demandent qu il existe 4 1a suiface
du spécimen une couche de matéiiaux absorbant ’humidité En supposant ceci réalisé, la plupait des
matétiaux oi1ganiques appottent une noutiitute suffisante pour un léger développement de mycé-
lium Sl y a de la poussiéte, celle-ci contient une soutce de nournitute laigement suffisante La
croissance de moisissutes est favotisée par de I'air stagnant et un manque de ventilation

La tempéiatuie optimale pour la getmination de la majoiité des moisissures susceptibles de
petturbet le matériel est située entre 20 °C et 30 °C Rates sont celles qui peuvent germer au-dessous
de 0 °C, quelques-unes le peuvent jusqu’a 40 °C
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FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-10 (1968)

Basic environmental testing procedures

Part 2: Tests - Test J: Mould growth

APPENDIX A
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giowth.as“soon as

GUIDE

Techanisms of contamination

These spotes ate very small, and 1eadily cairied in =
aiticles and enter with them into equipment

Thus, all paits of an equipment to which ait m
pores catried in that ai

d

he film of moistuie left by the hands

Contamination can in addition be able of penetiating into very small
aps (down to 25 p) and catwying mowld bodies The bodies and excieta of th
ites collect and ma, i i
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es to getminate, and where a layet of dust o1 othet hydiophili
cient moistuie may be abstiacted by it fiom the atmospheid

kelow 659, no geimination ot giowth will occur  Growth will be mor
nidity above this value Spotes can, however, survive prolonged periods d
e1y low hutiidity and even though the main giowth has died, they will gérminate and start a ney
e humidity again becomes favouiable

T O

In-addifion 10 high humidily 1 tThe almospheie, the spoies 1equire that there shall be on the

sutface of the specimen a layer of material which absotbs moistute Providing this damp layer is
piesent, most organic materials will supply sufficient nutiient to support at least a little giowth
When dust is present, this contains ample nutiient for the puipose Mould giowth is encouraged
by stagnant air spaces and lack of ventilation

The optimum temperatute of getmination for the majoiity of moulds likely to give tiouble in

equipment lies between 20 °C and 30 °C  Rare types can, howevel, germinate below 0 °C, and
some as high as 40 °C
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De nombreuses spores ne sont nullement altéiées par une exposition prolongée au-dessous
de 0°C ou a des tempéiatures allant jusqu’a 80 °C

Pour tuet les spoies, il est nécessaite de les maintenit aun minimum 30 min en atmosphéie
humide satutée 4 120 °C (autoclave) ou 2 h a 3 h en atmosphéie séche de 140 °C a 180 °C

3 Effets du mycélium

31  Effets primaires

Les moisissutes peuvent vivre sui la plupart des matériaux oiganiques mais cettains d’entre
eux peuvent €tie plus facilement attaqués que d’auties La cioissance des
normalement que sut les sutfaces exposées a 'air et celles qui absorbe
seront généralement plus susceptibles d’étre attaquées

noissuies necse[produit
so1 hen®'Humidité

Méme s’il ne se pioduit qu'une légéie attaque dangeieuse sug un\matéti b \atfon d’un
cheminement conductew le long de la suiface, di & une couche \ ¢ abaisser
fortement la 1ésistance d’isolement entre des conducteurs support&spar.Xy isolgant

pnctique
dans les

~

d’un circuit électronique a
caractétistiques fréquence/impédance du circuit

Paimi les matériaux susceptibles d’étie dttagugs i i1, is, ktiles, la

g matittes plastiques sonft moins
¢sine synthétique n’est plat?];uemeut
i igment, qui
tic a la

sensibles mais elles peuvent aussi
pas elle-méme attaquée mais co

Seaniques
surfaces
pxemple,
e fagon

ce d’une
n appa-

Les moisissutes qui se développent sur un matéiiau peuvent dégager des piroduits acides ou
d’auties substances ioniques ptovoquant une attaque secondaite du matériau Cette attague peut
condunie a des effets d’electiolyse ou de vieilllissement, et le verie méme peut perdre sa transpaience
dans ce processus L’oxydation ou la décomposition peut &tie facilitée par la piésence de catalyseuis
séc1étés par les moisissuies

La présence d’une masse de mycélium peut former une éponge satuiée qui maintient un degié
hygrométrique élevé a lintérieur du spécimen méme si ’hygrométrie extétieue est retombée Ceci
peut conduire & une défaillance des composants produite pat la seule humidité

La présence des champignons affecte I’esthétique de 1’appareil par I’apparence désagiéable
qu’elle provoque et aussi pat ’odewr qui accompagne fiéquemment les moisissures
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Many spores aie not damaged by prolonged exposure to subzero tempeiatures, no1 by exposute

to high tempetatuies up to 80 °C

To kill spoies by heat treatment, it is necessaty to expose them for at least 30 min to a moistuie

saturated atmosphete at 120 °C (autoclave) o1 for 2hto3 h in a diy atmosphere at 140 °C to 180 °C

Effects of growth

Primary effects

o

a

=~

[}

Among the mateiials very susceptible to attac il
ofher natural mateiials d
asynthetic 1esin is not itself appieciablxattar -
ment, which is a nutiient for fungi, a copi y
material is exposed

i other physical propenti (¢ thi i ays on the exposed sutfaces, the seriousness
of the effect wi hei ape A filim, fo1 example, can be 1apidly destioyefl
wheie the life 6ticeably diminished

Some plastics ad for fheir satisfactory life on the presence of a small proportioh
of plasticise ate, and if it is 1eadily digested by fungi as soon as it migratds
t¢ the suiface, terigt may fail 1apidly due to continuous migiation and extiaction df
the p
Skcondar y ejfects

Moulds can live on most oiganic materials, but some of these matetials are much more

ysceptible to attack than othets Giowth notmally occuts only on surfaces exposed to the ail

characteristics of the circuit

hd those which absoib or adsotb moistuie will generally be moie susceptible tg

Even where only a little dirtect haimful attack on a material ocdo

ectrically conducting path actoss the suiface due to a layer of we %
wel the insulation iesistance between electiical conductors suppoxted by i

When the wet mycelium grows in a position whete it is i h
itically adjusted electtonic ciicuit, it can cause a serio ncy-impedance

Mould attack on materials g i sefease of mechanical strength and change

The growing mould on the suiface of a mateiial can yield acid products and other ionizefl
1bstances which will cause a secondaiy attack on the matetial This attack can lead to electiolytic

AgEng effects, and cven glass can 1ose ils (lanspaiency due fo this mechanism  Oxidation ot

decomposition may be facilitated by the presence of catalysts secieted by the mould

The presence of a mass of mycelium can provide a satuiated sponge which will maintain a high

humidity within a specimen even when the humidity has fallen to a low level outside it This can
lead to failure of components due to humidity alone

The piesence of mould giowth can be aesthetically distasteful due both to poor appearance

and to the atoma which fiequently accompanies the mould
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4 Prévention contre le développement des moisissures
Les procédés suivants ont tous été utilisés avec des succés divers poutr combattie les effets
nuisibles du développement des champignons:

41  L’étanchéité absolue du matéiiel avec une atmosphéie inteine séche et propie est la technique la
plus efficace pour empécher le développement des moisissuies

42  Un chauffage petmanent dans une enceinte fertmée peut maintenit un degié hygiométiique suffi-
samment bas pout éviter le développement des moisissutes

43  Le fonctionnement d’un matériel dans une atmosphéie convenablement climatisée (salle a aii
conditionné) peut empécher le développement nuisible des champignons

4—Un dissiceatenr régutitrement IeNouvele piace damns Une enceinle paiticliement ¢tanchg peut y
maintenit un degié hygrométiique suffisamment bas powr empécher le d bible des
champignons

45 Le nettoyage soigneux et péiiodique d’un matériel sous coffiet, éi q mgjelns tic de la
poussiete et des moisissures accumulées (film nutritif), peut emp ‘ 1i1eh détério-
1ation

46  Les fongicides incorporés dans des vernis, en tablettes, ou'p i sctel mpéchet
le développement des moisissuies pendant un cettain t i hdations
sur les fongicides (article 7)

47  Leiayonnement ultia-violet d’une intensité su moisis-
sutes et détruire également les mqisissuies ¢ ison des
ombies et d’auties causes, de¢sténili § nements
ultia-violets

48 b Moisis-

ampes a

49 dévelop-

410

ceptibles

5 comme

mum le

suite du

¢’la résistance des matéiiaux aux champignons est une technique spécialisée demandant

a la fois des connaissances mycologiques et ['accés a une collection étendue de cultures [Cet essai
doit donc &tre effectué par un centie spécialement équipé pout ce travail et le constiucteti deviait

choisi1 ses matiéies premicies en se basant sui les 1appoits d’essais issus d’un tel centie

L’essai de « moisissuies » est un contidle global qui peimet de s’assuier, aprés qu'un choix
prudent de matétiaux préalablement épiouvés a été fait lois de la conception de I'appareil, quun
développement éventuel de moisissuies sous des conditions tiés sévéies n’auia pas de consé-
quence trop grave sur le spécimen

Cet essai ne peut se substituer au choix approprié des matéiiaux et il est impossible d’imagines
une épireuve simplifiée qui puisse rtemplacer 1’étude piréalable des matéiiaux et un examen expeit
des 1ésultats obtenus
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Prevention of mould growth

The following procedutes have all been used with varying degiees of success in combating
the harmful effects of mould growth:

Complete sealing of the equipment with a diy clean atmosphete within is the most effective technique
for preventing mould growth

Continuous warming within an enclosure can ensuie a sufficiently low humidity to avoid mould
growth

Opeiration of an equipment within a suitably contiolled atmosphere (aii-conditioned 10om) can

p

revent harmful giowth of fungi

e
I

1

B

© 3 -

d
T

A
g
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S

o

j=o]

b
b

and dust (nuttitive layer), can hold detetioration in check

regutarty replaced dessicants withima partiaity seated enctosure can maintain a humidity Suflicient]
w to prevent harmful giowth of fungi

eriodic and careful cleaning of an enclosed equipment, 1emoving most o

The_testing of~wraterials for 1esistance to mould giowth is a specialised technique, 1equirin
pth mytological knowledge and access to a wide collection of cultuies  Such testing must, thereford

U

T

t performed by a station specially equipped for the woik, and the manufacturer should choos

h

is constiuctional matetials on the basis of test 1eports issued by such an authoiity

The mould giowth test is intended as an overall check that where a wise choice of previously-
tested matetials has been made at the design stage, any mould giowth which will occur under very
adverse conditions will not have too setious an effect on the specimen

This test is not a substitute for a pioper choice of materials, and it is impossible to devise a
simple test which 1eplaces careful pretesting of materials and expert assessment of the 1esults
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Le choix prudent de matéiiaux, contiolés au piéalable, est la précaution la plus impoitante a
piendre lots de la conception de matériels destinés 4 fonctionner en milieu humide Lorsqu’une
contamination giave des suifaces isolantes ne peut se produite, cet examen est souvent la seule
précaution qui soit nécessaite et se 1évele suffisante méme dans les plus mauvaises conditions
Lorsque le matéiiel fonctionne dans des conditions favorisant le développement des moisissures
pendant une petite partie de sa durée de vie seulement, ou bien loisqu’une mesure de protection
quelconque est obseivée, par exemple appateil dans une enceinte fetmée avec un chauffage pei-
manent pour 1éduite 'humidité intéricure, il n’est pas indispensable d’employer l'essai de
moisissures si les matétiaux ont été correctement sélectionnés et de bons piincipes de constiuction
employés Si ces principes n’ont pas été 1espectés, 'essai J n’est pas suffisant pour détecter toutes
les souices possibles de perturbation

L’essai J, en tant que contrdle final su1 des spécimens bien congus destinés a opéier, jous des

¢ élection
Esistants
sur des
bet essai
e que la
atiques

due de I'envahissement] montie

wrh indiquera les zones ou [des per-

turbations sont a ciai i de 3i ; i i K sont 4
ptévoir L’attaque de la s inchi R i b $ i jque est

écimens
p1ésence
essentiel
sissuies,
ra Peffet

hent due
¢ du mycélium qui s’est développé durant une période de non-fonctionngment et

sent 4 basse humidité Ceci pouivoit au cas ol un spécimen est stocké dlans des
condltlons ol les moisissures proliféeient mais qui, par la suite, est installé et mis en fonction-
nement dans une salle ait conditionné Poui ce cas egalement deux séties de mesyies sont

a la présence de mycélium

Dans des conditions paiticuliéres ou pour un matéiiel f1eés cofliteux, il peut &tie décidé lois de
Pétablissement de la spécification, de modifier la méthode noimalisée de ’essai Ceci est bien entendu
toujourts possible au gié de l'utilisateur, mais selon 'opinion de ceux qui ont congu cette méthode
toute « amélioration » 1endiait I’essai anti-économique, méme si cela devait 1éduire les fiais
immédiats C’est un essai coliteux qui ne doit &tie utilisé que loisque les 1enseignements sont
indispensables Simplifier la méthode donnerait des résultats si peu significatifs qu’il vaudrait
mieux ne pas Pappliquet si le cofit de I'essai complet n’est pas justifié
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The wise choice of pieviously tested mateiials is the most important single precaution to take
when designing items to opetate in a humid enviionment Wheie seveie contamination of the
insulating suifaces will not occui, such a choice is often the only piecaution which needs to be taken
and will prove adequate for all but the most seveie conditions Whete the item operates under
conditions which favoui mould giowth for only a small propoition of the total life, o1 wheie some
measure of protection is given, as, for example, enclosing and heating continuously to 1educe
internal humidity, theie should be no necessity to employ the mould giowth test providing materials
have been coitectly chosen and good constiuctional piinciples have been employed If such
principles have not been employed, Test J is not adequate to find all possible sources of tiouble

Test J, as a final over-all check on well-designed specimens intended to operate

det conditiont
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hvitonmental test labotatory

Three basic types of effect are catered fo1 in this test

—_

S as grown duiing a petiod of non-opeiation and is piesent at low humidit;
This p1ovides fop specimens which are stored in conditions whete mould growth will be profus
but\which aieTater installed and operated in an aii-conditioned 10om Fou this also, two setig
of ‘measutements ate necessary to disctiminate between permanent effects due to humidifly

exposte—and—those—due—to-the—presen myeald
StH-e—dha—tioie-ae—+to-tne-presence—orycertin

w O

Undet special conditions o1 wheie equipment is very expensive, it may be decided when writing
a specification to vary the standard piocedutes of Test J This is, of couise, always possible at the
disctetion of the user, but in the opinion of those devising this 1outine any amelioration of this
procedute would render the test uneconomical, although it might 1educe the immediate cost This
is an expensive test ptocedute, and should only be employed when the information is essential To
reduce the conditions would make the 1esults so meaningless that it would be bette1r to omit the test
altogether where the cost of the full procedure is not justified
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Danger pour le personnel

Les huit cultuies spécifiées pour cet essai ne sont pas noitmalement considéiées comme un
danger séiieux pour les manipulations humaines

S

11 est possible qu’un individu soit alleigique a I'une d’entie elles et c’est pourquoi il est sage
de prendie quelques piécautions pout effectuer I’essai La piotection des mains peut &tie assuiée
pa1 l'utilisation de gants chiruigicaux et la projection de suspension su1 d’auties suifaces de la peau
ou su1 les vétements doit étie évitée

11 est aussi possible que, lots des péiiodes d’incubation dans la chambre d’essai, une moisissute
étrangéie intioduite non intentionnellement se développe, ceitaines de ces moisissuies, existant
naturellement dans certains laboiatoites d’essai, peuvent &tic dangeieuses pout I’8tie humain

[ 1

C'est poutquol 1l est possiblc que Ic specimen puisse devenil un dangel apies son cxposijion et il
deviait alots étie manipulé avec soin

Le plus grand danger, si quelques cultuies étiangeéies dangeteuses” s p pécimen
exposé, est que de petites particules séches, détachées du spécimg i ‘ 1 tées par

§’il est transpoité rapidement de la chambie d’essai dans u séché, le
coutant d’ai1 n’atteint pas Uopéiatewr et les fragments dé $ : bs fosses

piotection ne peut étie
irateile spécial protégeant qontie les
otte a fumée, suggéiée plus haut,

Les partticules issues de la moisissute peuvent €tie sivpefites'gir’atgun

organismes dangeieux, il peut aussj bien en
chambie

yage consistant & utiliser de la vapeur a haute
tempéiature rendra § ioffensive Toutefois, loisqu’on utilise une fumi-
¢ I’essai piescrit la fumigation avant le ngttoyage,
bifensifs

lui aussi

htaite au
piopiiée

N

QUN préveni-ot\empécCher le développement des champignons

Incorpoiation dans une 1ésine organique pendant la fabiication ou le traitement Un|exemple
type de ce procédé est 'intioduction d’une substance fongicide dans la formule d’un c¢gmpound

de pcv souple

Impiégnation avec un fongicide pendant la fabtication d’un matéiiau susceptible Exemple type:
traitement de la cellulose a la filature

Inclusion d’un fongicide dans une laque qui sera pulvétisée ultérienrement sut les surfaces intéiieures
du matéiiel

Lorsquun fongicide est incotpoié dans une laque pour &tie pulvéiisé sur des matériels, il est
essentiel que la laque elle-méme ne favotise pas le développement des champignons cai, apies une
péiiode prolongée, la majeute partie du {ongicide sera évapoiée
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Danger to personnel

The eight moulds specified fo1 this test ate not noimally consideted a setious hazaid for human

handling

It is possible for an individual to be alleigic to one of them, and for this 1eason it is wise to
exercise care when perfoiming the test Suigical gloves may be woin to protect the hands, and

cate should be taken not to splash the suspension on other aieas of the skin o1 on clothes

It is also possible, duting the incubation period in the test chamber, fo1 a foreign mould, present
as an unintentional intrudes, to develop, some of these moulds, thus piesent as native to some
testing locations, may be injutious to the human system For this 1eason thete is a possibility that

tife specimen aftel cxposule may be a hazaid, and 1t should be handled with caie

that small, dry, detached paiticles may become aii-boine and be caiiied’ihfo the
ohly likely to happen after the specimen has diied out, if it is caitied quic

td a notmal chemical fume-cupboaid before it has time to diy, tife
e operator and detached fiagments cannot enter the nasal passa

—_

=

ask, and only a special 1espirator for sub-micion paiti
suggested above, howevet, is considered an adeqn

©

Whete the test location may contain
Re test chamber and piresent a similar d
1eatment with high temperatuie stea
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h1mless
When it is dgsited\to pre
with propylen ilf

A technig $ & gi dipment an additional 1esistance to hatmful mould growth i
tq use a sujtableungici jal to inhibit o1 prevent the growth of fungi

Four diffetentunetitods have been widely used for applying fungicides

Irjcorpoiation into an organic tesin duting manufactuie ot processing A typical example of thi
pHactice is the inclusion of such a mateijal in the formulation of flexible p v ¢ compounds

i

2

|

Impiegnation of a susceptible mateiial with a fungicide duting fabrication A typical example of

this is treatment of cellulose thieads duiing the spinning piocess

Inclusion of fungicidal mateiial in a lacquer which is later used to spiay the interior suifaces of an

equipment

When a fungicide has been incoipoiated in a lacquer and used for spiaying an equipment, it
is essential that the lacquer itself shall not encourage fungus giowth because after a prolonged

period the majority of the fungicide will have evaporated out of it
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714 Installation d’une tablette de matiéte fongicide a Pintétieur d’une enceinte Ces tablettes sont souvent
disposées a Iintétieus d’instiuments de mesute sensibles
72  Limitation de lusage
Lors d’un choix de fongicides pout équipements, cettains principes doivent &tie obseivés Les
plus importants sont les suivants:
721 Le fongicide ne doit pas ciéer une atmosphéie toxique qui pourrait nuite au petsonnel en cas
d’ouverture du matéiiel powr entictien
722 Les produits volatils du fongicide ne doivent pas amener une détéiioration des composants d’un
matériel tels qu’empoisonnements de tediesseurs sélénium par des composés meicutiquesscpirosion
électiolytique des parties métalliques, chute de la 1ésistance d’isolement,/de la™njgiditédiélectiique
su1 les suifaces des isolateuts, formation ou dépot d’un film isola es contacts d¢s relais,
des interrupteuis, etc
723 Loisque des composants sensibles a la lumiéie tels que cellules 8 iques us dans
le matériel, les produits volatils d’un fongicide ne doivent pas<iéei ' lumiére
sut les fenéties du composant
N3 Permanence de laction du fongicide
pattout
Ctie 1es-
pectés:
7131 iieur de
lappateil
732 1 doit 18ésister au<délav i Ericuies
733 Il ne doit pas ¢t it poi te en quelques mois
7134 Pout vé fongicide, il peut étie nécessaite d’effectuer des|essais a
haute tempér et, probablement, sous 1ayonnement solaite, avant d’gffectuer
Pessai de nfQ progiamme est jugé nécessaite il deviait &tre prescift pai la
714
icide pent &tie choisi pour donner soit une protection 1igouieuse pout quelgues mois,
nt-un s¢jolll provisoite en atmosphére humide, soit au contiaire une piotection hoyenne
wge période prolongée Loisqu’il est utilisé pour donner une protection de courfe duiée,
Tessai J sera effectué avec le fongicide actif en place
Méme si un fongicide est destiné 4 donner une piotection prolongée, une variation noimale

due a I’évolution de celui-ci tend & sélectionnel une variété de champignons qui 1ésiste au fongicide
utilisé Il est donc souhaitable, loisqu’une protection perpétuelle est nécessaire, non seulement de
renouveler périodiquement le fongicide mais de le 1emplacer pai un fongicide d’un type différent

Si un vernis fongicide est utilisé et si le matétiel peut étie amené & fonctionner apiés que le
fongicide a perdu son efficacité, 1’essai J sera effectué su1 un matériel qui aua été vaporisé d’un
vernis identique en composition excepté qu’il ne contiendia pas de fongicide
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